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Einordnung

Geschichte:
1828 gegriindet als Technikum
1890 Technische Hochschule
1961 Technische Universitat Dresden

Heute:
14 Fakultaten
ca. 36.000 Studenten (2009)
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Einordnung

eMathematik und Naturwissenschaften
ePhilosophische Fakultat
eSprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften i
eErziehungswissenschaften

oJuristische Fakultat
esWirtschaftswissenschaften

eInformatik

eElektrotechnik und Informationstechnik
eMaschinenwesen

eBauingenieurwesen

eArchitektur

e\Verkehrswissenschaften

eForst-, Geo- und Hydrowissenschaften
eMedizinische Fakultat

W 5625

Biotechnisches Zentrum (BIOTEC): 87
Zentrum fiir Internationale Studien: 166

Gesamtzahl 35.952

Stichtag: 1.12.2009
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~ Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Einordnung

. Studenten gesamt
. Studienanfinger

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Einordnung

Geschichte:
eKurse in Elektrotechnik seit 1882
eAnfang des 20. Jahrhunderts griundeten

J.Gorges und H.Barkhausen Institute flr
Elektrotechnik bzw. Schwachstromtechnik

1952 war die Anzahl an Lehrstihlen fir
Elektrotechnik so groB3, dass eine eigene
Fakultat vom Maschinenbau abgespalten
wurde

i
3 Heute:
e 12 Institute

¢ 1 zentrale wissenschaftliche Einrichtung
(Zentrum flir mikrotechnische Produktion)

~ 30 Professoren

Wissenschaftler: ~90 Haushalt +
~160 Drittmittel

~90 technische Mitarbeiter
ca. 2,200 Studenten
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DRESDEN Institute der Fakultat Eul

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Zugrdnung zu den Studienrichtungen
im Studiengang Elektrotechnik

Elfiorcnung Institute der Fakultat

Automatisierungstechnik

Regelungs- und Steuerung

Grundlagen der Elektrotechnik und Elektromk
Akustik und Sprachkemmumkaﬁeﬁ s Informationstechnik

Nachrichtentechnik

Elektrotechnisches Instltut

Elektrische Energleversorgung und . z penergiete
Hochspannungstechnik

Feinwerktechnik und

Biomedizinische Technik

Aufbau- und Verbindungstechnik der
Elektronik

Zentrum fiir mikrotechnische Produktionr

Festkdrperelektronik

Halbleiter- und Mlkrosystemtechnlk
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Eisncdsung 1990: Wiedergriindung der Institute, Institut fir Elektronik-Technologie (IET)
1995: Griindung des Zentrums fiir mikrotechnische Produktion (ZuP), Férderprojekt
1999: Installation des ZuP als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Fakultat

2003: Konzentration der Ressourcen zur Aufbau- und Verbindungstechnik,
Umbenennung des Instituts in IAVT

seit 1.10.2003:

Institut fur Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
und

Zentrum flr mikrotechnische Produktion

Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jirgen Wolter
Stellvertreter: Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Zerna

e 50+ Mitarbeiter
e verantwortlich fir 12 verschiedene Lehrveranstaltungen
e 1.400+m2 Laborflache
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~ Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Einordnung
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Einordnung Standort 3, Rdume am
Fraunhofer IzfP-D
Maria-Reiche-Str.

Standort 4, Rdume am
Fraunhofer 1zfP-D
Kriigerstr.

Standort 1
Campusgeliande 398
Barkhausenbau

536}

hitz

Standort 2

Campusgeldnde
Mierdelbau
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Arbeits-
richtungen

Mikro- und System-
Nanoelektronik entwurf

. integration /
: ” Entwurf von

Technologien /
fiir BE und VT . Subsystemen

Asitling und vetbindunan: Verfahren, Prozessablaufe und

technik der Elektronik . g
(AVT) Technologien bei der Montage

elektronischer und mikrotechnischer
Bauelemente und Baugruppen
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ichtungen der ¢

Arbeits-
richtungen

~ Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Biokompatible AVT PD Dr. Jirgen Uhlemann
Dickschichttechnik Dr. Marco Luniak

Optische Verbindungstechnik Dr. Ralf Rieske
Drahtbonden und Flip-Chip-Technik Prof. Thomas Zerna
Montage- und Leitkleben Dr. Angelika Paproth
Montagetechnologien Prof. Thomas Zerna
Zerstorungsfreie Prifung Dr. Martin Oppermann
Zuverlassigkeit auf Baugruppenebene Dr. Mike Rollig
Qualitatssicherung in der Fertigung Dr. Heinz Wohlrabe

Modellierung, Simulation, Optimierung von Prozessen PD Dr. Gerald Weigert

Nachwuchsforschergruppe ,,Hochzuverldssige 3D-Mikrosysteme™

DI Karsten Meier
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Erforschung der Biovertraglichkeit der Elektronikmaterialien

e toxisches Verhalten der Materialien

e Langzeitstabilitdt gegenliber Degradationsprozessen

e Ermittlung geeigneter funktioneller Schutzmassnahmen fur das
Produkt und die biologische Seite.
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= Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Beispiel: Fluidische Belastung von Elektronikmaterialien
ok e ewichtiges Kriterium far die Eignung von Elektronikmaterialien in biologischen
Umgebungen: chemische Besténdigkeit gegeniber wassrigen Losungen.

v e Proben Al,O; mit Dickschichtsystem AgPt
Lo und FR4 mit Goldfinish
e . ijnamlsche V'ersuche unter vx_/eltgehend
- o~ FRA8CU&NIBPJ&AU vs artif. plasma isobaren und isothermen Bedingungen
S R T A | e Belastung mit physiologischer

peptgs s e Kochsalzlésung (0,9% NaCl), mit
: ' kinstlichem Blutplasma und kinstlichem
BB s caal o : cerebrospinal Liquor

: | e Kontaktzeiten bis 168 Stunden

Massenverlust pro Fliche (g/m’)
»

0 24 48 72 9% 120 144 168
Hydrolysedauer (h)
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

S e Mehrschichttechnik auf starrer Keramik
richtungen e Mehrlagentechnik mit LTCC
- 3D-geformte LTCC-Substrate
- mikrofluidische Systeme mit LTCC
- eingebettete passive Komponenten
e Applikation von Polymer-Dickschichtpasten
e Applikation von fotostrukturierten
Dickschichtpasten
e Lasermaterialbearbeitung
e Montage -

kschichtsubstrat (Al1203) mit gedruckten und
rannten Leitstrukturen

Tape Roll Cutting the outline and cuu n. the v-ml with sun-pn-nn. mo Wy e Yo
adjustment holes Screen Printing nductorlines, Drying %
cum-- or Extrusionfiller and Inspection Ll . 4 1‘:

< Il B BN

Assembly Post Fire Processing Buse oul and Reaistering and
Laminati

3o -
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Prozessablauf LTCC
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Komponenten fiir die Mikrofluidik und Sensorik
ok 2 e Ceramic-MEMS (MCMs, Sensorelemente, Hybridbaugruppen)
e vergrabene Strukturen in keramischen Substraten fur Spezialanwendungen (Fluidik)

Herausforderung flr zukinftige Substrate:
e Applikation von Pasten in Strukturbreiten
unterhalb 40pm
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Technologieentwicklung fiir die Herstellung und Integration optischer Wellenleiter
AEbelts. auf Leiterplattenebene

richtungen

e Untersuchung der Prozess-Kompatibilitat sowie Zuverlassigkeit

e Erforschung von Koppelkonzepten zwischen integrierten Multimode-Wellenleitern
und optischen Sende- und Empfangselementen

, upper cladding
upper (-
cladding — core
250 um "

lower cladding

250 um copper

500 pm

FR4 substrate

Optischer Dampfungsmessplatz fur integrierte
Multimode-Wellenleiter

rasterndes Messverfahren, dadurch ausgezeichnete
Reproduzierbarkeit der Dampfungsmessungen
Bewertung der technologischen Kompatibilitat
Bewertung der Zuverlassigkeit (beschleunigte Alterung)

eines inteqrierten
i
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bindungste

Koppelkonzepte:
Arbeits- ¢ direkte Kopplung (ohne Umlenk- und Kollimationsoptiken, aber prazise
Heuhges Positionierung)
e indirekte Kopplung (Strahlumlenkung an der Wellenleiterendflache, haufig
fokussierende Elemente)

optical transmitter (VCSEL)Y

optical receiver (PD) optical transmitter (VCSEL)Y

optical receiver (PD]

Herausforderungen:

e Entwicklung von Materialien mit niedriger Dampfung und erhdhter thermischer
Stabilitat

Entwicklung schneller, groBflachiger Empfanger

Koppelstrategien fiir passive Justage und Oberflachenmontage

Erweiterung der Entwurfsprogramme um spezielle Entwurfsregeln und

Simulationen
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Ultraschall- und Thermosonic-Drahtbonden
22‘.’,‘:{.‘:;en e Flip-Chip-Technik

e Untersuchungen zu Verfahrenstechnologien

e Entwicklung neuer Materialien (insbesondere neue Bonddrahte)

e Modifikation von Werkzeugen und Geréten '

Ballbond (oben) und Wedge-Bond
(unten) mit 25 pm Au-Bonddraht
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Arbeits-
richtungen

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Fehlerrate [%] 2 Pullkraft

e Anpassung bestehender Priifvorschriften . i |
und Normen im Bereich des il | 10
Dinndrahtbondens an das Finepitchbonden o

e Golddrahtbonden bei niedrigen i 10
Temperaturen £ .

Pullkr aft MW [cN]
edgeabr iss (%)
Kugelhalsriss [%]

StAbw. [cN]

Flip-Chip-Technik:
* Montagetechnologien Léten und Kleben

Pull sbheber (%]
Pullkraf t <6cN[%]

e Verschiedene Bumping-Methoden

100 KV 100 A 20,

(T
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Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

¢ Validierung von Auftragsverfahren wie Drucken, Dispensen und Stempeln von
Klebstoffen
e Evaluation der Qualitat und Zuverlassigkeit von Klebstoffverbindungen

e Bestimmung elektrischer und mechanischer KenngréBen
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~ Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e e Bestimmung der Haftfestigkeit der Klebstoffverbindung
richtungen e morphologisch-topologische und energetische Charakterisierung von Oberflachen
e Untersuchungen zur Aktivierung von Oberflachen

500 o PAS
o pags
450 T &  PASEGF3S B
PrT e Polynomisch PAS e
—— —Linear PABE A
50 e
300 -1 |
i §2- —
= 250 s =
& —
200 =1
o B 2 il
Ol D
100 B
50
0 -
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Plasmabehandlungsdaues ' min

sma-behandelien
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fur Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Untersuchung ruckstandsarmer Lotverfahren, z.B. fiir optische und mikromechanische
Arbeits- = =
richtungen Komponenten in Elektronikprodukten

e |6ten im Vakuum
e Einsatz von Ultraschall
[ ]

gezielte Plasmamodifizierung der Montageoberflachen
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DRESDEN Montagetec

Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Prozesse und Verfahren bei der Montage elektronischer Baugruppen
Arbeits- e Parameteroptimierung fir einzelne Prozesse (Lotpastenauftrag, Léten)

richtungen g 2 s
e Prozessierbarkeit von Materialien
e Benchmarking von Ausriistungen, Materialien und Prozessen
e Entwicklung angepasster Montageverfahren fur spezielle Anwendungen
= auT = ZENTRUM FUR
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Zerstorungsrtrrelie Prutrul
DRESDEN o e
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
ErschlieBung neuer Anwendungsmaglichkeiten flir Standardverfahren
Arbeits-

richtungen ¢ Ultraschalluntersuchung
e Rontgenmikroskopie
e Rontgen-Computertomografie
Geometrische Charakterisierung von Oberflachen

Mikroskopie,
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2 Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Entwicklung neuer Methoden der Bildrekonstruktion und der Signalbearbeitung

Arbeits-
richtungen

90 degrees 120 degrees

X-ray source

object

X-ray detector \_/,

computer tomography limited angle tomography

(LT
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

_ Baugruppenzuverlassigkeit
rchtungen  » FEM-Analysen
Lebensdauerprognosen
Physik der Ausfallursachen
Charakterisierung des konstitutiven Werkstoffverhaltens
Bestimmung des Versagensverhaltens an AVT-Strukturen

25 mm
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Arbeits-
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TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Werkstoffmodellierung
Experimentelle Charakterisierung des Konstitutivverhaltens in Mikrostrukturen
Bestimmung von Ausdehnungskoeffizienten mit Grauwertkorrelation

013 T
3 Solder Ralls (200um footprint)
.01 SnAg2.7Cu0.4Ni0.05

3 Ceramic Carrier / Pad: Cu
Cooling Rate: -120K/min

1E3 4

2893
75:°C
125 °C
sinh-fit

v

1E4 o
3 ]

1F-5 o

Creep Rale [1/s]

1E-6

hrung von Sche

ZENTRUM FUR
MIKROTECHNISCHE
PRODUKTION

g

i

Arbeits-
richtungen

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultéat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Anwendung der DMAIC - Methode (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) in
Elektronikfertigungen

Praktische Anwendungen der SPC (Statistical Process Control)

MFU / PFU (Maschinen- und Prozessfahigkeitsuntersuchungen)

Statistische Versuchsplanung (DoE, Design of Experiments)

Numerische Analyse von Zuverlassigkeitsdaten

- Fertigung

200

——Head 1 18

Wik
e

A ) ——Head 1 27¢> Head 180" ™
5 sy .,

y-deviation um)
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TECHNISCHE s . s .
umvsnsnm Qualitatssicherung in der Fertigung

DRESDEN
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Qualitatskostenoptimierung

Arbeits- e prozess- und produktbezogene Optimierung der Prifstrategien

richtungen

e Entscheidungshilfe zur fehlerquotenabhangigen Kostenreduzierung

e Modellierung und vergleichende Bewertung verschiedener Prozessstrukturen auf
der Basis der Priif-, Rickweise- und Fehlerfolgekosten

A eachitt Five technologies and the p ibilities of quality process arrangements:

3,50 €

s ol Technology 1

echnology.

2,50 € (Level 1)

2,00 € -

e e Technology 2

1,00 € 4 (Level 2)

0,50 €

0,00 € —————T—T———T—T—T—T—T—T—T—T— T Technology 3
0,0000 0,0200 0,0400 0,0600 0,0800 0,1000 (Level 3)

p

Technology 4
(Level 4)

~Prisfun
kS), Au:

Technology §
(Level 5)

EP, - Entry Points dependent on the inspection strategy O

rategien fGr 5 Fro
A
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DRESDEN e Ji 1

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

timierung von Prozessen

e Ablaufplanung und -steuerung in diskreten Fertigungssystemen der
Arhsites Elektronikproduktion

richtungen

e Auswirkungen auf Qualitat und Kosten der jeweiligen Produkte
¢ analytische Modelle
e Simulationsmethoden in Verbindung mit heuristischen Optimierungsverfahren

212000 | R Qf100% ~| & & Nomen anzeigen
oS 0T eI PIIE:] 2613 PRIk
®DD 120000 180 BB ®O0 12000 Availability
Loccio o e S R s e ]
SN T R N SO
R B NI TR T U
Data Input
TSR | PSSR W T ET Replication i
o o amaseaws camw ke e} : 1 / 1 3 2
T:“C‘)’: i f::::, File Read & Cache
O W R N Repiication o e | Reader *
R N T T I ‘ Read & Cache
i |/ Special
T T O Read & Cache Adapter
0 R T S, W ) s , Specal
4 (machine10) Replication | £ Scheduling 5 = Adapter
o= - 4 R
: [ Bpor [\ Fie | (Repository) | “Read & Cache
x 1 __tw | File \ < h¢ 3

Ablaufplanung diskreter Fertig

deficient ¢ S
data soy b ( |
conneciion \ Y

Simulationsgestiitztes Feinplanungssystern mit automatischer Modellerzeugung
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ion, Optimierung von Prozessen

o L A Simu
DRESDEN Coelciung:

R Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Arbeits- e simulationsgestitzten Optimierung: heuristische Suchalgorithmen, z.B. Simulierte
s -t Abklhlung oder Genetische Algorithmen, werden mittels ausgewahlter Stell- und

ZielgroBen mit einem Simulator gekoppelt

Start

CycleTime

% gmtedace E’

Dager

FlowFactor
Makespan

rierung durch heu

i
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() s NFG jassige 3D-Mikrosysteme'
iFG eriasside > -MIKIrosy me
UNIVERS! erlassige osysteme
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Ganzheitliche Betrachtung der
,Aimi.t:;en - konzeptionellen Entwicklung
- Technologische Realisierung
- Produktion hochzuverldssiger 3D-Mikrosysteme

SOC & SIP: Moore's Law for ICs

echnologien

SOP: Moore’s Law for System Integration
Konzepte

Tummala, R., PRC Georgia Tech, USA
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TECHNISCHE

UNIVERSITAT NFG ,Hochzuverlassige 3D-Mikrosysteme"

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Arbeits-
richtungen

Konzepte S
= ¢ s N e i L e e
- Aufbauvarianten Seaesaaaaaaae e

- Materialien
- Thermai Management

WS 2010/2011 nUT: e
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DRESDEN e

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Labore und . Einordnung
o . Arbeitsrichtungen
U Labore und Equipment
. Ausbildung der Studenten
- Forschungsprojekte (Auswahl)
. Technologie-Transfer
. nanoeva
o Dienstleistungen
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tenbestimmung

TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Hardware:
e PC-Arbeitsplatze, leistungsfahige Servertechnik

Labt_:»re und
e Software:
e Software fur Leiterplattenentwurf
e Ereignisdiskrete Simulation (eM-Plant, simcron)
e FEM-Simulation (ANSYS)
¢ Mathematische Modellierung (Matlab, Maple)
-3
- i:&!ﬂlﬂ; - %%“uﬂu =]
8 Bl EEE ca@ea °
~a o e |
Eigenentwickelte Versuchsstande: SR it
e Bestimmung des Kriechverhaltens von Lotwerkstoffen
¢ Scherversuche an Verbindungsstellen
IRenes Substrat
Substrat
DRESDEN codigens o

Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Leiterplattenherstellung:
e Fotoplotter
e Fras-Bohr-Plotter Bungard
Eaupment ¢ Galvanik-Anlage Bungard
¢ |eiterplattenblirstmaschine RBM 400
e Atzmaschine DL 500E
e Entwickler EXP 2000
e Laminator RLM 419P
e Multilayerpresse MLP 20

Herstellung von Dickschicht- und LTCC-Substraten:
Siebspanngerat
Siebdrucker MPM

Belichter, Entwickler, Isostatischer Laminator PTC
1L4004

Brennofen 4CF77 und VMK 39
Programmierbarer Quarzrohr-Ofen ATV PEO 603
Nd+YAG-Laser, CO,-Laser

nonm
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Labore und
Equipment

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

ontaktierverfahren

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungs

Laser:

e CO,-Laser, 120 W
Nd-YAG-Laser, 12 W
Nd-YAG-Laser, 60 W
SchweiB-Laser LSW 4001

3D-micromac microCUTms10.6 mit zwei
Laserquellen (CO,-Laser, 200 W + Faser-
Laser, 20 W)

Mikrokontaktierung:

Ultraschall- und Thermosonic-Drahtbonder
F&K Delvotec 56xx

Drahtbonder MDB 11 und RDB 50 (US)
Flip-Chip-Bonder
Fineplacer

Pull/Shear-Tester
e Dage BT Series-4000P
e XYZTEC

e Aufbau flir Scherversuche mit hohen
Beschleunigungen

technik der Elektronik

Hinn

il

numn
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Labore und
Equipment

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungs

Applikation von Verbindungswerkstoffen:
e Schablonendrucker MPM-SPM-AV
e Dispensautomat Martin

Platzierung von Bauelementen:
Bestiickautomat Siplace 80F4
SMD-Reparaturplatz SYSTEMS 2000
SMD-Arbeitsplatz Fineplacer
Handarbeitsplatze

Lotverfahren:

¢ Reflowlotofen Rehm V8 (Konvektion)
und Seho 4135 (Infrarot)

Wellenlétanlage Seho
Dampfphasenlétanlagen IBL
Vakuumloétanlage Kendro

Selektiviotanlage (Licht) ATN economic A400

SMD-Montage

technik der Elektronik
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© e Diagnosti
DRESDEN aar

Zerstorungsfreie Prifung:

e Nanofokus-Rdntgenanlage nanome|x
Labore und Rbntgen-CT-Anlage nanotom

Equipment e Ultraschall-Mikroskop Sonoscan Gen5
e Fischerscope Rontgen-System XDL
e REM Zeiss SUPRA40 VP

Oberflachencharakterisierung:
e Kontaktwinkelmessgerat OCA 20

¢ Oberflachenmesssysteme Nanofocus uScan AF2000 und
MSurf

e 3D-Koordinatenmessgerat PMC 500
e Thermoire Akrometrix

Metallografie:

e Schleif- und Poliersystem TegraSystem (TegraForce-5,
TegraPol-35)

e Prazisionstrennmaschinen IsoMet 1000 (bis 1000
U/min), Accutom-2 (3000 U/min)

¢ Auflichtmikroskop Leica DM4000 M (bis 1000fach) mit
digitaler Bildaufnahme (2080x1544 Pixel)

Hin
z ZENTRUM FUR
= MIKROTECHNISCHE
niEnin PRODUKTION
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e Thefith it
i hermiscine Ausiaderung
DRESDEN 1 Ne AUSIag g

Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Temperaturpriufkammer
eEinkammersystem der Firma Feutron TPK 600
A eTemperaturbereich: -70 °C bis 180 °C
AN eAnderungsrate: 10K/min (-55 °C bis 150 °C)
Temperaturschockkammer
eZweikammersytem der Firma Feutron TSK 200
eWarmkammer: +10 °C bis 200 °C
eKaltkammer: -75 °C bis 180 °C
Null-Ohm-Messsystem
eVier-Punkt-Widerstandsmessung
eKeithley-Delta-Mode System
eNanovoltmeter Keithley Modell 2182A
eStromquelle Keithley Modell 6121
¢128 Kanal Multiplexer
eSpannungsmessung
Isotherme Auslagerung
eTemperaturbereich: -80 °C bis 300 °C
Feucht/Warme-Auslagerung
*\/6tsch VCL 0006
e[+10°C ... +95°C] @ [10% ... 98%r.F.]

VS 2010/2011
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TECHNISCHE “
@ UNIVERSITAT Inhalt
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

o Einordnung
ek ® Arbeitsrichtungen
Stan B Labore und Equipment
s Ausbildung der Studenten
. Forschungsprojekte (Auswahl)
. Technologie-Transfer
J nanoeva
. Dienstleistungen
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TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Studiengang Elektrotechnik
e Hauptstudiengang der

_ Fakultat
e Studiengang

Informationssystemtechnik
e Seit 1999, gemeinsam mit
Fak. Informatik

Studiengang Mechatronik
e Seit 2001, mit Fak.
Maschinenwesen und Fak.
Verkehrswissenschaften
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TECHNISCHE :
UN'VERS'TAT Studienwege an der Fakultat

DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Vordiplom
: Modularisiert + | Diplom
::rs iRns Leistungspunkte! TUD
Studenten :
: Strukturierte §
E Promotion
: Master
Abit Aussteiger TUD /
e Umsteiger
e e T |
Bachelor {1  Master
Quelle: Dekan Eul
WS 2010/2011 I VT: ZENTRUM FUR
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UNIVERSITAT Lehrveranstaltl en des IAVT / ZuP
DRESDEN c SE e des /
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Projekt Elektronik-Technologie 3. Semester, ET
Grundkenntnisse zum Entwurf und zur Fertigung elektronischer Flachbaugruppen; betreute
teamorientierte Praktikumsarbeit...
AVT I 5./6. Semester, FMT + ME
Technologien zur Herstellung von Bauelementen und Baugruppen, Grundlagen der Aufbau- und
Ausbildung Verbindungstechnik, Verdrahtungstrager...
<ol AVT II 6./7. Semester, FMT

Bauelemente und Baugruppen mit hoher Packungsdichte, Area-Array-BE, Bumpingtechnologien,
Kleben in der Elektronik, optoelektronische AVT...

Qualitatssicherung 6. Semester, FMT
QualitatskenngroBen; Qualitdtsdatengewinnung; statistische Uberpriifung von QualitdtskenngréBen
(SPC); statistische Versuchsplanung (DoE)...

Biomaterialien und Geratewerkstoffe 6. Semester, FMT

spezifische Merkmale von Biomaterialien, Biovertraglichkeit/-toleranz, Wechselwirkungen,
Verarbeitungstechnologien...

Hybridtechnik 7. Semester, FMT

Aufbautechniken von hybriden Mikrosystemen, technologische Verfahren zur Herstellung von Dinn-
und Dickschichtsubstraten, Montagetechniken fir Dickschichthybrid-Baugruppen...

Priftechnik / Visuelle Inspektion 8. Semester, FMT

automatische Bildverarbeitung in der Elektronikproduktion,

Ultraschall- und Rontgeninspektionssysteme...

Fertigungssysteme der Elektronik 6. Semester, FMT

Grundlagen der Planung und Steuerung flexibler Fertigungssysteme, Simulation und Optimierung
von Prozessen...

auBerdem: Projekt Feinwerktechnik, Praktikum Feinwerktechnik, Praktikum Mikrorechentechnik,
Lasertechnik, Prazisionsantriebe

e
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TECHNISCHE .
@ UNIVERSITAT Inhalt
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

o Einordnung
» Arbeitsrichtungen
o Labore und Equipment
Forschungs- o Ausbildung der Studenten
Erowant :
e e Forschungsprojekte (Auswahl)
* Technologie-Transfer
® nanoeva
o Dienstleistungen
@ ONIVERSITAT hanoPAL
DRESDEN b
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Zerstorende und zerstorungsfreie Priftechnik flir die Charakterisierung von nano-
skaligen Alterungsmechanismen an hochminiaturisierten Lotverbindungen
Ziel: .
s e : - BMBF-Verbundprojekt
e Charakterisierung von nanoskaligen Alterungsmechanismen
im Volumen und an den Grenzflachen von
hochminiaturisierten Létverbindungen
Feivdiiios Anpassung bzw. Weiterentwicklung zerstérungsfreier .
projekte Prifverfahren fur die minimierten Verbindungsvolumina und | Si¢mens AG, Conti Temic
(Auswahl) . & s microelectronic GmbH, Robert
neuartigen Grenzflachenphanomene der Nano-AVT Basch GmbH, Infineon
 Entwicklung eines neuartigen Priifverfahrens sowie des il Loy
Prifgerates zur Bewertung der thermomechanischen GmbH, CWM GmbH, A
Zuverlassigkeit miniaturisierter Verbindungsstrukturen Fraunhofer 1ZM, TU Dresden
XYZTEC Germany, FRT Gt .
be s Micro-CT Themografie Universitat Rostock,
.. Fraunhofer 1zfP-D
Réntgendiffraktion o Makro -CT
Makro ‘
10mm 100mm
VoxelgroRe

nunm
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TECHNISCHE : -
@ UNIVERSITAT I
DRESDEN

Industrieprojekt

DIEHL
Ziel:
Forschungs- e Kirzere Lieferzeiten
b e Verbesserte Termintreue
e Optimale Maschinenauslastung
BOFOS  Flexible Fertigungsorganisation
el e Optimierte Kunden-Lieferanten-

Beziehung zwischen
Produktionseinheiten

=

Datenbank-Abfragen Datenbank-Operationen

WS 90107901 s
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TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Simulationsgestiutzte Ablaufsteuerung des Backend-Prozesses

Industrieprojekt

q;monda

Forschungs-
projekte
(Auswahl)

Ziel:

e Planungssoftware flr die
Liniensteuerung zur exakte Ermittlung
von

- Terminen
- Ressourcenbedarf
- AusstoBmengen

e Automatische Modellgenerierung

¢ Vielfaltige Analysewerkzeuge

e Optimierung der Prozessablaufe

4 —

12.2004 12:00 12.2004 00:00 12.2004 12:00 12.2004 00:00 12.2004 12:00 12.2004 00:00

i
g ZENTRUM FUR
S MIKROTECHNISCHE
R PRODUKTION




Forschungs-
projekte
(Auswahl)

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

InnoN jekt: SHM MiFalu

~ Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Entwicklung von schadenssensitiven
ultraschallwandelnden SHM-Mikrosystemen
fir Faserverbundwerkstoffe mit Applikationen
im Bereich Luftfahrt

Finanzierung: BMWi

AP: Zuverlassigkeit
Lebensdauerdaten, Werkstoffe

Mikrosystem

a (Mehrlagenaufbau )

AP: Baugruppendesign
Kontaktierungstechnologie, FEM

=

BOTTOM
17

PZT

Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
Fraunhofer IKTS, Fraunhofer 1zfP-D
Airbus Deutschland GmbH
RHe Microsystems GmbH
W.C. Heraeus GmbH & Co. KG
Werner Industrielle Elektronik
Neue Materialien Wiirzburg
Teletronic Rossendorf
VIA electronic GmbH

Ultraschallwandler

nin

Forschungs-
projekte
(Auswahl)

W 2(} 10/2011 E HVIE ZENTRUM FUR .@.
TECHNISCHE \/ Proiekt

UNIVERSITAT BMBE Frojek
DRESDEN

Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Entwicklung nanotechnologischer Siebbeschichtungen und daran angepasster
Pastensysteme fiir den Fine-Line-Druck von keramischen Schaltungstragern
(nanoSieb)

TU Dresden: rheologische Messungen Unterauftrag Heraeus

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung von Sieben und kompatiblen Pasten fur die
keramische Dickschichttechnik. Die Entwicklung wird durch numerische Simulationen
unterstitzt. Im Ergebnis soll die deutliche Reduzierung der gedruckten Strukturen auf
< 50 um, idealerweise auf 20 um, auf keramischen Schaltungstragern erzielt werden.

Wissenschaftliche Zusammenarbeit:
W. C. Heraeus GmbH, Hanau
Micro Systems Engineering GmbH & Co., Berg
Fraunhofer IWM, Freiburg
EKRA GmbH, Bénnigheim
Koenen GmbH, Ottobrunn
Plasma Electronic GmbH, Neuenburg

nnm
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TECHNISCHE

UNIVERSITAT AiF Projekt ,Phased Array Sensoren®
DRESDEN

Forschungs-
projekte
(Auswahl)

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Mit der Ultraschall-Phased-Array-Technologie lassen sich Ultraschallwellen gezielt und
automatisiert fokussieren und schwenken, so dass eine einzige Phased-Array-Einheit die
Leistungsmerkmale einer groBen Anzahl verschiedener Einzelprifkopfe in sich vereint.

Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer Herstellungstechnologie flir Phased-Array-
Ultraschallsensoren fiir die Materialprifung im Frequenzbereich von 2,5 MHz bis 10
MHz, die eine spatere qualitatsgesicherte industrielle Herstellung erlaubt.

Wissenschaftl. Zusammenarbeit:
SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH
Fraunhofer 1ZfP-D, Dresden

WS 2010/2011 _
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Folie 53 = S MIKROTECHNISCHE

nunn PRODUKTION

Forschungs-
projekte
(Auswahl)

TECHNISCHE = : : Gl
UNIVERSITAT Kriechkoeffiz von Lotwerkstoffen
DRESDEN
Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Ziel: Finanzierung

: : = = SAB
e Ermittlung der Kriechkoeffizienten fir Lotwerkstoffe an @ Sachsische AufbauBank
Real-Lotkontakten
Projektpartner
Ergebnisse: L
e Experimentalausristung und FEM Methodik Infineon

technologies

a;;monda

zur Untersuchung der Kriecheigenschaften

e Prazise Kriechkoeffizienten eines
Lotwerkstoffes flir einen breiten
Temperaturbereich

substrate: ceramic Al,O,
coolr.: -2 Kis
condition: 24h @ 110 °C

spec. :
20°C
75°C
125°C

DO -

steady state strain rate [1/s]

10 100
stress [MPa]

e
s ZENTRUM FUR
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TECHNISCHE :
@ UNIVERSITAT Untersuchut er Beanspruchu
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Ziele:

Industrieprojekt
SIEMENS VDO

e Lebensdauerabschatzung eines Lotkontaktes
unter thermischer, elektrischer und
mechanischer Beanspruchung

ik Ergebnisse:
jek
A vehl) « Degradation fiir thermische,
elektrische und mechanische
Beanspruchung

charakterisiert

= : Ausgangszustand
e Lebensdauergesetz fur blei- s

haltiges und bleifreies Lot bei
mechanischer
Beanspruchung

LT

i
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TECHNISCHE < e
@ UNIVERSITAT ' bei hohen Dehnra
DRESDEN
Fakultit Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Ziel: . .
Industrieprojekt
e Ermittlung des dehnratenabhd@ngigen Materialverhaltens -
von bleifreien FBGA-Lotkontakten bei hohen Dehnraten
unter Nutzung experimenteller und dynamischer FE- qlmonda
Methoden

Forschungs-

projekte slide with
(Auswahl)

./ mounted

specimen

.

¢ shear tool

ANNANAN

= rail guide
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e & ZENTRUM FUR
S MIKROTECHNISCHE
o i PRODUKTION

i




e Inhal
-
DRESDEN ait

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

o Einordnung

e Arbeitsrichtungen

o Labore und Equipment

o Ausbildung der Studenten

E Forschungsprojekte (Auswahl)
Transter e Technologie-Transfer

0 nanoeva

o Dienstleistungen

w
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TECHNISCHE . . A :
UNIVERSITAT Kompetenznetzwerk 1nische Produktion

DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Ausbildung der Studenten

e Lehrlingsausbildung, Berufsbild
Mikrotechnologe

e Consulting zu spezifischen
Problemstellungen

e Beratung bei der EinfUhrung
technologischer Prozesse in die

Transfer - Beratung - Forschung

Publikation - Dienstleistung Fe rtig ung
e A e erganzende wissenschaftliche
. e
Transfer aine B ZM P7 Untersuchungen
ltzehoe Bertin g & -
R, e Reihe Workshops , Mikrotechnische
g i, Produktion™
Fertigung von ¢ - e Seminare zu speziellen Aspekten der
L f Zentrum fur % -
und Kumstsofion = 3 Proaumson. Elektronikproduktion
ey = e Schulungen zu
e G unternehmensspezifischen
Ptorm u i nml W technologischen Themen
M— & At Forschunyun Woor « wissenschaftliche Dienstleistungen
bildung in der Elektronikproduktion,

http://www.mikrotechnische-produktion.de
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TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

PR 3 Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik i

o Einordnung
» Arbeitsrichtungen
. Labore und Equipment
s Ausbildung der Studenten
. Forschungsprojekte (Auswahl)
. Technologie-Transfer
. nanoeva
. Dienstleistungen
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TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT nanoeva
DRESDEN s

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Strategische Initiative: nanoeva nanoeva
- The center for non-destructive nano evaluation

the center
for non-destructive
nano evaluation

- Analysis and Metrology for Packaging

sk o Zentrum fur Mikrotechnische Produktion (ZuP) Fraunhofer-Institut fr zerstorungsfreie
Institut fur Aufbau- und Verbindungstechnik (IAVT) Prifverfabren (2 Liresgon)

Prof. Wolter Prof. Meyendorf
Koordinator nanoeva Koordinator nanoeva
Dr. Oppermann Dr. Heuer

Internet: www.nanoeva.net
E-Mail info@nanoeva.net

NS 10/201 mnm

Fol : V = ZENTRUM FUR

i : S MIKROTECHNISCHE
o PRODUKTION

(LU




6 e i
DRESDEN ivitaten von nanoeva

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Geratepark
eDienstleistung
e Auswertung
eBeratung

Tool sharing

Entwicklung egemeinsame Anschaffung neuer
eEvaluierung neuer Methoden Gerate
nanoeva eBau von Prototypen - Kostenvorteile fiir Partnerfirmen

Integration
eTest in der Fertigung -
eGanzheitliche Implementierung einer akademisch
Prifstrategie eVertiefungsstudium
eSpezialvorlesungen
ePraktika

technisch

e Ausbildung von Priifern
eBerufsausbildung
eBerufsbegleitende Kurse

WS 2010/2011 T ‘
S ZENTRUMEUR
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

» Einordnung
» Arbeitsrichtungen
o Labore und Equipment
. Ausbildung der Studenten
» Forschungsprojekte (Auswahl)
o Technologie-Transfer
" nanoeva
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e zerstorungsfreie Inspektion von elektronischen
Bauelementen und Baugruppen, besonders mit
kontrastierenden Materialien (Lotwerkstoffe,
Metallisierungen), darunter:

Standard und fine pitch SMT- und THT-Létstellen

BGA-, COB-, CSP- und FlipChip-Lotstellen

fehlende und fehlerhafte Lotstellen,

Bestlickversatz, Kurzschlisse

Lotstellenanalyse (Voids, ...)

Multilayer Leiterplatten

e Rontgenmikroskop nanome|x
Dienst- e hochauflésende Senkrecht- und
i g Schragdurchstrahlung bis 70°
¢ hochauflésende Echtzeitbildkette und alternativ
Digitaldetektor PN
e CCD-Kamera: 1126 x 1600 Pixel g
¢ Digitaldetektor: 1920x1536 Pixel, 14-bit
e geometrische VergroBerung: > 1.000-fach
e minimale Detailerkennbarkeit: 400nm

2011 nsin
il 2 5 ZENTRUM FUR
s S MIKROTECHNISCHE
unnin PRODUKTION

TECHNISCHE
UNIVERSITAT
DRESDEN

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Untersuchung an Produktionsserien von
Schaltkreisen auf Delaminationen im Pad und auf
den Lead

e Zerstorungsfreie Diagnostik zur Erkennung
verborgener Fehler

e Unterstitzung der Fehleranalyse bei
Qualitatsproblemen in der Serienfertigung,
Qualitatsmonitoring

e C-SAM® Gen5™ DIGITAL ACOUSTIC MICRO
IMAGING SYSTEM
Dienst-

leistungen e A - Scan
e C - Scan
e Q - BAM
e THRU - Scan
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e VVolumenanalyse und -rekonstruktion von elektronischen
Bauelementen und Baugruppenteilen

e Rontgen-CT-Anlage nanotom®
offene nanofocus™-Rdhre mit Wolframtarget
Beschleunigungsspannung: 10 — 180kV / 15W
Strahlstrom: 5 — 1.000pA
Prazisionsmanipulator auf Granitbasis
hochauflésender Digitaldetektor mit 2.400 x 2.400
Pixel, 12 Bit
PixelgréBe: 50um x 50um
minimale VoxelgroBe: < (500nm x 500nm x 500nm)
geometrische VergréBerung: 1,7-fach...1.000-fach
maximale ProbengroBe / -masse:

h=150mm, d = 120mm, m = 1kg

Step-by-Step |
Rotation ¢ N
.

Dienst-
leistungen

i

snm
& ZENTRUM FUR
S MIKROTECHNISCHE
nnnm PRODUKTION

ﬁﬁ?\;'s'ggﬁﬁ
Vi < =2 %ﬁ&f’ ;z%'ri—!,x!{: "mmirral H g“
SREGEn vMateriaipearneitung mittels Lase

Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Materialbearbeitung von Keramiken und
dinnen Metallfolien

Dickschichtwiderstandsabgleich
Bohren und Schneiden
Laser-Loten
Laser-MikroschweiBen

Laser:

e CO,-Laser, 120 W

Nd-YAG-Laser, 12 W

Nd-YAG-Laser, 60 W

SchweiB-Laser LSW 4001

CO.-Laser, 200 W + Faser-Laser, 20 W

Dienst-
leistungen
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Dienst-
leistungen

Leistungen:

e schnelles und beriihrungsloses Vermessen der
Oberflachenstruktur, unabhangig von den optischen
Eigenschaften des Materials

e groBer Messbereich erlaubt Form- und
Rauheitsmessung an:

e Prazisions-Spritzgussteilen,

e elektromechanischen Formteilen,
e IC-Packaging Modulen,

¢ Lot- und Klebstoffdepots,

e Kunststoff-, Metall-, Glas-, Keramik- und
Halbleiteroberflachen

Equipment:
e Oberflachenmesssystem NanoFOCUS pScan AF2000
und pSurf

e 3D-Koordinatenmessgerat PMC 500
e Zwei-Koordinaten-Messmikroskop ZKM 01-250C
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e Vorbereitung und Auswertung von statistischen ° ﬁf
Versuchsplanen (DoE) o

e Planung der Versuche unter Beachtung von

konkreten Randbedingungen ::,“:;:M
e Auswertung und Interpretation der o i
Versuchsergebnisse Al e
¢ Ermittlung von Prozessfahigkeits- und . e
Maschinenfahigkeitskoeffizienten: Sigaifhamtl
e Anpassung an spezielle Randbedingungen R i
insbesondere in der Elektronik e r :
e Beratung bei der Interpretation von . )
Grenzfallen .
e Problemldésungen fur den Einsatz von vc | |
SPC (Statistical Process Control): Effekte

e Konstruktion von speziellen
Qualitatsregelkarten
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Ermittlung der Wélbung von Objekten in «
Abhangigkeit von der Temperatur durch LicL;r;;eun;“e

Vermessung von Moire-Mustern
Ofen

e Acrometrix Thermoire PS 200

Beispiel: BGA (18*18 mm?2),
links: noch vorhandene Durchbiegung bei 170°C
unten: bei 235°C keine Durchbiegung
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Rheometer HAAKE RheoStress 600

e VC-Motor gesteuert
e kleinstes Drehmoment 0,5 uNm
e Winkelauflésung von 0,012 prad

e Peltier-temperiertes Platte-Kegel System
T=(-60 - 185) °C

e Messungen in drei Modi:
e Scherspannungvorgabe (CS-Modus)
ek e Drehratenvorgabe (CR-Modus)
e Deformations-Steuerung (CD-Modus)
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e Programmierbare Drehzahl von
(3.000-40.000) U/min

e Sagegeschwindigkeit (0,1-300) mm/s
e max. WerkstlickgréBe (160 mm x 160)
mm

e Genauigkeit in x- und y-Richtung 5 pym,
in z-Richtung 1 ym
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fiir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

e Elektromigrationsversuche an charakteristischen
Hochstrom-Létverbindungen

eI ..=60A, 8. ,=150°C
e TO-Komponenten, FC-Bauelemente, ...

¢ Entwicklung und Herstellung von
Versuchsprototypen auf organischen oder
keramischen Basismaterialien

¢ Kombination mit Untersuchungen der
Kriecheigenschaften

¢ Metallografische Analysemethoden

Dienst-
leistungen
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¢ Analyse von Oberflachenzusammensetzungen mittels Rontgenfluoreszensmethode
e Prototyping von MCMs und anderen Modulen auf Basis anorganischer Substrate

e Pull-Shear-Tests

e geometrische Vermessung von Proben mit 3D-Koordinatenmessgerat

e Untersuchung des Benetzungsverhaltens von Oberflachen mit
Kontaktwinkelmessgerat

e Reinigung und Passivierung von Oberflachen durch Plasmabehandlung
e Modellierung, Simulation und Optimierung von Produktionsablaufen

Dienst-
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Fakultat Elektrotechnik und Informationstechnik Institut fir Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Technische Universitat Dresden Technische Universitat Dresden

Institut fur Aufbau- und Zentrum flur mikrotechnische Produktion
Verbindungstechnik der Elektronik Helmholtzstr. 10

Helmholtzstr. 10 01069 Dresden

01069 Dresden

Tel.: (0351) 463 36345 Tel.: (0351) 463 33274
Fax: (0351) 463 37035 Fax: (0351) 463 37069

http://www.avt.et.tu-dresden.de
http://www.zmp.et.tu-dresden.de
http://www.mikrotechnische-produktion.de
http://www.nanoeva.net
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